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phenolische OH-Gruppen enthaltende Verblndungen als FluCmittel und UmschmelzflUssigkeilen be« der Hersteh 
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Verwendungvon' Alkylenoxld-Addukten In FIuBmitteln und UmschmelzflUssIgkelten 



Bei der Hersteilung von Leiterplatten ist es erforderiich, die Leiterbahnen vor Korrosion zu schUtzen und 
an den Stellen, an denen Bauteile aufgelotet werden sollen, eine gute Lotbarkeit der Kontaktflachen oder 
Lotaugen sicherzustellen. Hierzu werden die Leiterbahnen ablicherweise mit einem Oberzug aus einer Zlnn- 
5 Blei-Legierung (Lot) versehen. Dies kann nach zwei Qblichen, dem Fachmann bekannten Vorgehenswelsen 
geschehen: 

Bei der Hersteilung von Leiterplatten nach dem Subtraktionsverfahren wird eine Zinn-Blei-Legierung auf 
den spateren Leiterbahnen galvanisch auf Kupfer abgeschieden. Dann wird die nicht benotigte Kupfer- 
Rache abgeatzt, wobei die Zinn-Blei-Legierung ais Atzresist dient. Man erhalt hierbei Kupfer-Leiterbahnen, 

io deren Oberflache durch die Zinn-Blei-Schicht geschQtzt ist und deren Ranken jedoch ungeschQtzt sind. 
Durch eine thermische Nachbehandlung wird nun bewirkt, dafl die Zinn-Blei-Legierung schmilzt und auch 
die Flanken der Kupfer-Bahnen bedeckt Um das zu erreichen, wird die Leiterpiatte entweder in eine 
Rtissigkeit getaucht, deren Temperatur Qber dem Schmelzpunkt der Zinn-Blei-Legierung liegt oder die 
Leiterpiatte wird mit einer RQssigkelt benetzt und dann unter Einwirkung von z.B. Infrarot-Strahlung ais 

75 WSrmequelle auf die zum Umschmelzen erforderllche Temperatur erhltzt. Die in diesen FSIIen verwendeten 
RQssigkeiten werden ais Umschmelzflassigkeiten bezeichnet 

Gemafl dem zweiten Qblichen Verfahren werden die Leiterbahnen durch eine sog. Lotstoppmaske, z.B. 
einen Polymerfilm, geschQtzt Sie brauchen dann nicht durch eine Lot-Oberflache geschOtzt zu werden. 
Jedoch mUssen die Kontaktflachen und die Lotaugen, die nicht mit der Lotstoppmaske bedeckt sind und 

20 auf denen spater die Bauteile aufgelotet werden sollen, lotbar gemacht werden. Hierzu wird die Leiterpiatte 
kurzzeitig in geschmolzenes Lot, Qblicherweise Zinn-Blei-Lot, getaucht, wobei die sog. Heifl-Verzinnung an 
den Stellen erfolgt die nicht von der Lotstoppmaske bedeckt sind. Vor diesem Tauchvorgang mufl die 
Leiterpiatte in ein Ruflmittel getaucht werden. das folgende Aufgaben erftlllen mufl: 

— Das-Ruflmittel-mufl -die-Leiterplatten gut-benetzen~kb*nnen. -Zur-Erzeugung^einerblankan^undoxidfreien. 

25 Kupferoberflache auf den mit Lot zu verzinnenden Flachen mufl es moglich sein, dafl dem Ruflmittel 
Aktivatoren zugesetzt werden konnen. Das Ruflmittel sollte eine gute Warmeubertragung in der Aufheizzo- 
ne der verwendeten Vorrichtung aufweisen. Weiterhin mufl es Fehldepositionen von Lot auf den LStstopp- 
masken unterbinden konnen. 

Nach dem anschiieflenden Tauchen in das geschmolzene Lot wird der Lot-Oberschufl entweder in 

30 einem Luftstrom entfemt (Hot-Air-Levelling) oder aber das Lot-Bad ist mit dem Ruflmittel Qberschichtet und 
es wird in dem Ruflmittel eine Stromung erzeugt, die den Lot-Oberechufl entfemt (Hot-Oil-Levelling). 

Daraus Ist erslchtlich, 6aB ein zweckmafliges Ru/Jmittel eine ganze Relhe von Funktionen zu erfUllen 

hat 

Die in der Technik verwendeten Umschmelzflassigkeiten und Rufimittel, in der Regel sind es organi- 

35 sche RQssigkeiten, sollen von den Leiterplatten ohne Probleme abgewaschen werden konnen. Sle mQssen 
thermisch bestandig sein und sollten bei hohen Temperaturen keine Rauchgase Oder toxische Gase 
abgeben oder Zersetzungsprodukte bilden. Sie mQssen schwer entflammbar sein. DarQber hinaus sollen* sie 
die Leiterplatten gut benetzen konnen. Sie sollen zweckmaBigerweise I5siich oder mischbar in Wasser sein 
und vertraglich mit Zusatzen, beispielsweise mit den auf Kupfer reduzierend wirkenden Aktivatoren. Sie 

Ao sollen im Abwasser moglichst nicht schaumbildend sein und eine gute biologische Abbaubarkelt aufweisen. 
Wahrend beim Umschmelzen in einem Bad durch die relativ iangen Standzelten die thermische 
Stabilitat und das Nichtauftreten von festen, unldsllchen Zersetzungsprodukten von besonderer Wlchtigkeit 
ist, mufl bei den Ruflmitteln bevorzugt darauf geachtet werden. dafl Fehldepositionen von Lot vermieden 
werden und dafl die ViskositMt den apparativen Erfordemissen angepaflt werden kann. 

45 Fur die oben genannten Aufgaben werden Qblicherweise Umschrpelzole und Ruflmittel auf der Basis 
von Alkylphenolethoxylaten oder Polyethylenglykolen bzw. Ethylenglykoi-Propylenglykol-Blockcopolymerisa- 
ten verwendet, die jedoch eine Reihe von Nachteilen aufweisen. So entstehen aus Nonylphenolethoxylaten 
im Abwasser fischtoxische Abbauprodukte. DarQber hinaus bilden Alkylphenolethoxylate beim Mischen mit 
Wasser innerhalb gewisser Konzentrationen Gele und sind deshalb nur schwer von der Leiterpiatte 

so abzuwaschen. Produkte auf der Basis von Polyethylenglykol oder Ethyienglykol-Propylenglykol-Blockcopol- 
ymerisaten dagegen werden bei Temperaturen um 200 'C relativ stark abgebaut und fQhren deshalb zu 
erhebiicher Rauch- und GeruchsbeiSstigung. Aus 'der DE-OS 27 41 312 sind beispielsweise Ruflmittel auf 
der Basis von Blockcopolymeren aus Polyoxyethylen und Polyoxypropylen und/oder Trimethylolaikan- 
Derivaten davon bekannt Solche Polymere sind ais Umschmelzflussigkeiten nicht hinreichend temperatur- 
stabil und bilden beim Mischen mit Wasser teilweise ebenfalls Gele. wodurch ihre Abwaschbarkeit von der 
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Leiterplatte beeintrachtigt wird. 

Aus der nicht vorveroffentllchten OE-Patentanmeldung P 37 19 634. 0 1st die Verwendung von 
Alkylenoxid-Addukten von 3- bis 6-wertlgen aliphatischen Alkoholen als Qrundstoff fur FluiJmittel und 
UmschmelzflUssigkeiten bei der Herstellung von Leiterplatten bekannt. Diese Produkte sind sehr gut von 
der Leiterplatte abwaschbar und zelchnen slch dardber hinaus durch einen sehr hohen Flammpunkt aus. 
was aus sicherheitstechnischer Sicht sehr wlchtig 1st, well bei der Verwendung. von Fluflmitteln und 
UmschmelzflUssigkeiten mit zu niedrigem Flammpunkt unter ungUnstlgen Bedingungen Brande entstehen 

k0n Belm Umschmelzen im Bad und bei der Heiflverzinnung mit Hot-Oil-Levelling werden wegen der 
angestrebten langen StandzeHen oft so extreme Anforderungen hinsichtlich der thermischen Stabilitat 
gestellt daB selbst die oben angefOhrten Alkoxylate von 3- bis 6-wertigen aliphatischen Alkoholen nicht 
immer 'den AnsprQchen genQgen. Auch erscheint es unter dem Aspekt der Sicherheit ratsam, den 
Flammpunkt von Ruflmitteln und UmschmelzflOssigkeiten noch weiter anzuheben. 

Aufgabe der Erflndung 1st es, neue Fluflmittel und UmschmelzflUssigkeiten fUr die Herstellung von 
Leiterplatten zur VerfUgung zu stellen. Die hierfOr zu verwendenden Stoffe sollen eine verbesserte 
thermische Stabilitat aufweisen und einen so hohen Flammpunkt haben, da/3 sie auch ohne groflen 
maschinenbautechnischen Aufwand einen sicheren Betrieb ermoglichen. 

Die Aufgabe wird erfindungsgema/J geiost durch Verwendung von wasserlSsllchen Alkylenoxid-Adduk- 
ten der Formeln 
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in denen 

R 1 

R = -0-(-CH 2 -CH-O-)-H, 
P 

R ' * H, CH 3f C 2 H S , 
CH 3 . 

— O— odar - _ 

:h 3 0 
n = 2 Oder 3, m * 1 oder 2. p = 3 bis 15 und q - 0 oder 1 



= -CH2-, -C- , -0- oder -|- . 
CH 3 



bedeuten als Grundstoff for FluBmittel und Umschmelzfiassigketten bei der Herstellung von Leiterplatten. 
Die Verbindungen der Formeln I bis II! sind bekannt Sie sind durch Umsetzung von 2 bis 4 phenohsche 
OH-Gruppen aufweisenden Verbindungen der Formeln 
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(OH) (IV) 



(ho) -f- y -Hgh) (v» 



ffl m 



(OH) 

ffl 



(VI) 



(HO) 
ffl 

in dtnen n = 2 Oder 3. m = 1 Oder 2, q = 0 oder 1 und 




bedeuten, mit Alkylenoxiden mlt 2 bis 4 C-Atomen erhSKIich. Als Alkylenoxlde kommen Ethyienoxid, 
Propyienoxid, 1 ,2-Butylenoxid und Isobutylenoxid in Betracht 

Die Formeln IV bis VI umfassen beispielsweise folgende Verbindungen: 

25 Resorcin, Hydrochinon, 1 ,5-Dihydroxynaphthaiin, 2,6-Dihydroxynaphthaiin, 1 ,6-Dihydroxynaphthalin, 2.3- 
Dihydroxynaphthalin, 4,4'-Dihydroxybiphenyl, 2,2'-Dihydroxybiphenyi, 4,4'-Dihydroxydiphenylmethan. 
Bisphenoi A, 4,4-Dihydroxydiphenylether und 4,4 -Dihydroxydiphenylsuifon. Bevorzugt sind Resorcin, Hy 
drochinon und Bisphenoi A. 

Die erfindungsgemafl zu verwendenden Alkyienoxid-Addukte sind aufgebaut im Hinblick auf die Alky- 

30 lenoxideinheiten ausschliefllich aus Elhylenoxid Oder aus Ethyienoxid zusammen mit Propyienoxid und/oder 
Butylenoxld. Dabei betrSgt der Anteil an Propyienoxid und/oder Butylenoxld hochstens 25 Mol%. bezogen 
auf die Gesamtmenge an Alkyienoxid. Pro Mot phenollsche OH-Gruppe der Verbindungen IV bis VI lagert 
man 3 bis 15, vorzugsweise 5 bis 12 Mol Ethyienoxid und gegebenenfalls Propyienoxid und/oder Butylen- 
oxide an. Bei den Verbindungen der Formeln I bis III liegen die unterschied lichen Alkylenoxid-Enheiten 

35 entweder in statistischer Vertellung oder in Form von Blocken vor, z.B. Ethylenoxid-Blocke und 
Propylenoxid-Blocke oder Butylenoxid-Blocke. Bevorzugt werden aikoxyiierte Verbindungen der Formeln I 
bis III eingesetzt die durch Anlagerung von 5 bis 12 Ethylenoxid-Bnheiten an eine phenolische OH-Qruppe 
einer Verbindung der Formeln IV bis VI erhaltlich sind, wobel die phenolischen Verbindungen vorzugsweise 
2 phenolische OH-Gruppen aufweisen. Solche Additionsprodukte sind beispielsweise Verbindungen der 

40 Formel - 1 

x-""WR 

Ha) 



in der R = -0-f-CH 2 -CH 2 -0> p -H und p = 5 bis 12 bedeuten, Verbindungen der Formel 

R 

(lb) 



in der R die in la angegebene Bedeutung hat und Verbindungen der Formel 
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worin R jeweils die In der Formel la angegebene Bedeutung besitzt. Hervorzuheben ist, da* die Verbindun- 
gen der Forme! Illb elne relativ hohe Vlskositat autweisen. 

Zur Erzielung der maxlmalen thermischen Stabilitat ist die ausschlieflliche Verwendung von Ethylenoxid 
bevorzugt Von besonderem Interesse sind Umsetzungsprodukte von Resorcin mit Ethylenoxid, die pro 
phenolische OH-Gruppe 5 bis 10 Ethylenoxid-Enhelten angelagert enthalten. 

Wie oben angegeben, zeichnen sich die erfindungsgemfifl zu verwendenden Addukte besonders durch 
ihre thermische BestSndigkeit, durch die allenfalls minimale Biidung unldslicher Verkohlungsprodukte, durch 
beliebige Mischbarkeit mit Wasser, durch hervorragende Abwaschbarkeit von der Leiterplatte sowie durch 
Schaumarmut im Abwasser aus. Sie konnen allein oder in Mischung untereinander eingesetzt werden. 
Wegen der guten Mischbarkeit ist auch der Einsatz in Mischung mit anderen Mitteln moglich. 

Bel der praktlschen Verwendung der Alkylenoxid-Addukte (man kann selbstverstandlich auch Mischun- 
gen der erfindungsgemafl zu verwendenden Alkylenoxid-Addukte als Fluflmittel und UmschmelzflQssigkei- 
ten einsetzen) enthalten diese neben gegebenenfalis Ublichen Zusatzen, z.B.. einem Tensid (in Mengen von 
O^telTGe^T^ 

sich beispielsweise urn SaurehaJogenide organlscher SSuren, urn Hydrochloride Oder Hydrobromide von 
aliphatischen geradkettigen Oder cyclischen Aminen, wie Triethylamin Oder Morpholin, Oder von Amtnosau- 
ren sowie urn Chlor- bzw. -Bromwasserstoff selbst. Eine Ubersicht Qber Aktivatoren gibt die EP-A-0 201 150. 
FOr den Einsatz aJs Fiuflmittel fQr die Heiflverzinnung mit Hot-Air-Levelling kann der Aktivator in Form einer 
waflrigen LSsung zugesetzt werden. Der Aktivator ist in Mengen von 0,5 bis 4 Gew.% in der gebrauchsferti- 
gen Formulierung enthalten. Filr den Einsatz im IR-Umschmelzverfahren kann eine Verdtinnung mit 
leichtflDchtigen Losemitteln, beispielsweise Isopropanoi in einer Menge von 30 bis 65 Gew.%. bezogen auf 
die Gesamtmenge, vorgenommen werden. Es versteht sich von selbst. da/3 dann der Vorteil der Schwerent- 
flammbarkelt der erfindungsgemajS angewandten Substanzen verlorengeht. Bei einem Einsatz ais Um- 
schmelzflQssigkeit oder ais Fluflmittel fQr die Helfiverzinnung mit Hot-OH-Levelling darf wegen der hohen 
Temperatur kein Wasser oder ein sonstiges leichtflOchtiges LSsemlttel enthalten sein. 
Die in den Beispielen angegebenen Teile sind Gewichtsteile. 



Beispiei 1 

Man setzt eine Mischung aus 80 Teilen eines Umsetzungsproduktes aus 1 Mol Resorcin mit 14 Mol 
Ethylenoxid, 2 Teilen Glycinhydrochlorid (als Aktivator), 0,1 Teilen Nonylphenolethoxylat mit 10 Mol 
Ethylenoxid und 17,9 Teilen Wasser aJs Fluflmittel fUr die Heifl-Verzinnung nach dem Hot-Air-Levelling ein. 
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Beispiei 2 

Man setzt eine Mischung aus 80 Teilen eines Umsetzungsproduktes aus 1 Mol Bisphenol A mit 16 Mol 
Ethylenoxid, 2.5 Teilen Glutaminsaurehydrobromid (als Aktivator) und 17,5 Teilen Wasser ais Fluflmittel fur 
die Heifl-Verzinnung nach dem Hot-Air-Levelling ein. 



Beispiei 3 
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Man setzt eines. Mlschung aus 20 Teilen eines Umsetzungsproduktes aus 1 Mol Bis-4,4- 
(hydroxyphenyl)sulfon mit 20 Mol Ethylenoxid, 20 Teilen eines Umsetzungsproduktes aus Glycerin mit 12 
Mol Ethylenoxid, 3 Teilen Triethanolamlnhydrobromld (als Aktivator), 0,5 Teilen Nonylphenolethoxylat mit 10 
Mol Ethylenoxid, 5 Teilen Wasser und 51,5 Teilen Isopropanol als Umschmelzmlttel bei der Infrarot- 
5 Umschmelzung ein. 



Anspriiche 

to 1 . Verwendung von. wasserloslichen Alky lenoxid-Addukten der Formeln 

0 R n m ' VCQ"*- M " 
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R 

20 m 
in denen 

R* 

R a -0-(-CH 2 -CH-0-)-H, 
P 



R1 « H, CH 3 , C 2 Hsi 



30 



(III) , 



A = -CH 2 - # -C- , -0- od«r -S- , 

CH 3 0 



n = 2 Oder 3, m = 1 Oder 2, p * 3 bis 15 und q = 0 Oder 1 

bedeuten. als Grundstoff fur Fluflmffiel und UmschmelzflOssigkeiten bei der Herstellung von Leiterplatten. 

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl der Substituent R In den Formeln I bis 
HI fu r -0«(-CH2-CH 2 -0>- p H mit p = 5 bis 12 stent 

3. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. dafl man als Alkylenoxid-Addukte Verbin- 

dungen der Formel 



46 




(la) 



einsetzt, in der R = -0{-CH 2 -CH 2 -0 > P -H und p = 5 bis 12 bedeuten. 

4. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl man als Alkylenoxid-Addukte Verbin- 
dungen der Formel 
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einsetzt, in der R = -0-KH 2 -CH 2 -0h>-H und p = 5 bis 12 bedeuten. 

5. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man als Alkylenoxid-Addukte Verbin- 
dungen der Formal 

5 CH 3 

CH 3 

10 einsetzt in der R = -<X-CH 2 -CH 2 -0>p-H und p = 5 bis 12 bedeuten. 

6. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl man als Alkylenoxid-Addukte Verbin- 
dungen der Formal 

o 

20 einsetzt, in der R = -0<-CH 2 -CH 2 -0> p -H und p = 5 bis 12 bedeuten. 
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